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2008 Moldex3D Power User應用論文徵選活動
各位  親愛的用戶您好：
感謝您多年來的支持與愛護，透過與您的合作與交流讓Moldex3D成長不少，藉此吸取許多寶貴的實務經驗。由台灣區電腦輔助成型交流協會與科盛科技合辦的「CAE Molding Conference 2008秋季巡迴研討會」，將於2008年八月底開始，邀集國內外的領導廠商與學研界專家與會暢談。配合此次盛會，科盛科技特別舉辦「2008 Moldex3D Power User應用論文徵選活動」，邀請成功用戶蒞臨發表貴公司成功案例。 Moldex3D Power User代表您在Moldex3D模流分析應用上有相當卓越的成就，即善於使用世界一流的模流分析軟體來解決實際產品與模具開發問題，提高產品品質，為企業帶來實質利潤。詳細活動資訊如下：
· 徵稿對象：Moldex3D用戶

· 發表主題：最佳模流分析成功應用案例之經驗分享

· 評選辦法：將從投稿案例論文中選出具代表性的優質成功案例
· 投稿方式：(1)  中文摘要：2008年8月01日前提供
 (2)  中文全文：2008年8月12日前提供
              (3)  中文簡報檔：2008年8月20日前提供
· 獎勵辦法: 入選優質成功案例並上台發表者，主辦單位將頒贈
· Moldex3D Power User獎牌一座
· Wii任天堂遊戲機一台
· 其他事項：

· 入選論文將會收錄至本次研討會論文集中

· 論文檔與簡報檔將於研討會後收錄放至ACMT網站討論區中供網站訪客下載
· 入選之成功案例將會收錄至Moldex3D官方網頁中

「CAE Molding Conference 2008秋季巡迴研討會」為一大型且成功舉辦多年的巡迴研討會，今年將於8/23在台北101大樓開跑，您的成功案例與經驗會隨著此次研討會巡迴大亞洲，不為是公司形象正面宣傳的好機會。成功的活動需要優秀的主角，您的熱情參與和不吝惜的指教，將使電腦輔助工程與成型技術應用與知識的交流更豐富。相關活動資訊如下：
· 巡迴地點：台灣區：台北（台北101大樓）、新竹、台中、台南
大陸區：上海、蘇州、崑山、寧波、餘姚、廣州、東莞、深圳、廈門、福州

東南亞區：越南、泰國、印度、馬來西亞、新加坡
投稿意願表
科盛科技懇請您能與會並投稿分享，下表為投稿意願表，如有意願請填寫完後撕下交給與您接洽的業務或回傳科盛科技，感謝配合。


	公司名稱
	

	投稿者姓名
	
	部門/職稱
	

	公司電話
	
	傳真電話
	

	E-mail
	

	投稿題目
	


· 填寫完畢後請回傳科盛科技留存，謝謝您！                   
· 聯絡窗口：曾宏志 先生03-5600199 ext.703
· e-mail：henrytseng@moldex3d.com
· FAX：03-5600198  

耑此敬頌

             研 安  
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台灣區電腦輔助成型技術交流協會
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科盛科技股份有限公司
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